wo 2005/107342 



PCT/EP2005/050919 



Beschrexbung 

Verfabren aur Herstellung von Leiterplatten undL/oder entspre- 
cHenden Konstrukten 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Lei- 
terplatten und/oder entsprechenden Konstrukten gemSR dem o~ 
berbegriff des Anspruchs 1. 

10 Bei der Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden 
Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen reali- 
siert sindy. existiert das Problem, dass eine auf das Leiter- 
babnenbild aufgebracbte Isolierlack-Schicbt insbesonde^re an 
den SjCfnungskanten der Durcbgangsbobrungen der Durcbkontak- 

15 tierungen keine sichere Isolierung gewSbrleistet • 

Der Grund hierfur ±st zum einen, dasa der Isolierlack in die 
Durchgangsbobrungen lauft und sich an den Of f nungskanten der 
Durcbgangsbobrungen quasi abstreift, Hierdurch vrird die Dicke 

20 der isolierlack-Scbicht an den botreffenden Kant en zumindeet 
sehr diinn, Zum anderen ist die Isolierlack-Schicht nicht zu 
100% porendicht, so dass es kleine und kleinste LScber gibt, 
die den elektrischen Widexstand in bezug auf die darunter an- 
geordnete elektriscb leltende Scbicbt, die in diesem Fall die 

25 elektriscbe Durcbkpntaktierung bildet, kleiner als Unendlicb 
werden lassen* 

Dies wirkt sicb zum Bei spiel dann nacbteilig aus, wenn ober- 
halb der Durchkontaktierung eine weitere elektriscb leitende 

30 Scliiclit/ sei es in Form zum Bei spiel einer weiteren Leiter— 
balin Oder in Form zum Beispiel einer gr51^eren FlSche, ange— 
ordnet wird. Der Vorteil, der hier erzielt wird, ist, dass 
die Oberfiacbe der Leiterplatte Oder eines entsprechenden 
Konstrukts wesentlich intensiver genutzt wird. Es werden nSm- 

35 lich auch diejenigen Bereicbe verwendet, die ansonsten frei 
gelassen werden, um Kurzscblttsse zu den Durchkontaktierungen 
sicher zu verhindern. 
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B©i den Kurzs chilis sen muss es sicli dabei nicht zwangslaufig 
jeweils um extrom niederohmlgG KurzschliSsse liandleln, Kurz- 
scliXUsse slnd auch dann vornanden, wenn der Isolatlonswider- 
5 s-tand kleiner Unendlich wird, so dass die MSglichkelt be- 
st eht, dass KriechstrSme fliefien. 

Aufgabe der vorllegenden Erfindung ist es, ein einf aches und 
kostengunstiges Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten 
10 und/ Oder entsprechenden Konstrukten mit S tell en, an denen 

D-urchkontaktlerungen realisiert s±nd, zuniindest in deren N^he 
weiter Leiterbahnen Oder &hnliches vorgesehen s±nd, an- 
z-ugeben . 

15 Diese Aufgabe wird erf indxingsgemSlR durch ein verfabren ge- 
153t, das die im Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte 
aufweist . 

Dieses Verfabren bat den Vorteil^ dass es einfacb in der Ab- 
20 wicklung ist und dass trotzdem sichergestellt ist^ dass keine 
Kuxzschltisse zwiscben den Durchkontaktierungen und den zumin- 
dest in der N^he der Durchkontaktierungen angeordneten Ijei- 
terbabnen Oder dementsprecbend ^nlicben fabriziert sind, 

25 Das verfahren ist einfacb in der Abwicklung und ©s ist kos- 
tengunstig/ weil insbesondere ein sehr aufwendiger Biirst- 
Verfabrensscbritt^ in dem die Oberflache' der Leiterplatte o- 
der einea entsprechenden Konstrukts gebiSrstet wird, einge- 
spart wird. Das Verfahren ist auch deshalb einfacb und kos- 

30 tengtlnstig, weil durchwegs Standardmittel verwendbar sind und 
es somit nicbt notwendig ist, Spezialmittel zumindest bei 
manchen Verfahrensschritten zu verwenden. Das Verfahren ge~ 
wahrXeistet die Kurzschlusssichexheit insbesondere auch ober- 
halb der Durchkontaktierungen, weil oberbalb der Durchkontak- 

35 tierungen praktiscb drei Isolierschichten aufgebracht sind. 

Erstens ist damit eine insgesaxnt relativ dicke Gesamtisolier- 
schicht realisiert imd ist zweitens die Wahrscheinlicbkeit, 
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dass bei drel Is oilers chichten dreimal eine offene Pore dex 
jeweil±gen Isolierschicht jeweils genau aufelnander trifft, 
praKtilsch ausgesclilossen. 

5 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erflndung slnd Gegenstand 
von Unteransprticlien. 

Danach kOnnen identlsche Standardmlttel In mehreren Verfaii-- 
renaschLritten eingesetzt werden, in denen vormals wenigstens 
10 zxm Teil Spezialmittel erforderlich waren. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Standartmittel kostengtlns- 
tige Mittel sein konnen. 

15 Ein weiterer Vorteil ist/ dass die oberhalto der DurcHkontak- 
tierungen angeordneten Leiterbahnen Oder dergleiclien mit kos- 
tengUnstigem Karbon realisiert sein kSnnen. 

Scbliefilicli ist es vorteilbaft, dass die Vereinzelung der 
2 0 Leiterplatten Oder der entsprechenden Konstrukten nach wie 

vor durch einfaclies FrSsen aus einem grOfieren Gebilde heraus 
er±olgen kann. 

Nacbfolgend wird ein Aus fObrungsbei spiel der Brfindung anhand 
25 einer zeichnung nSlher eriautert. 

In der elnzigen Figur sind auf der linken Seite die Ablaufe 
eines bisherigen Verfahrens und auf der rechten Seite die Ab- 
ISufe des erf indungsgemaBen Verfahrens zur Herstellung von 
30 Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stel- 

len, an denen Durchkontsiktierungen im Graflenbereicli von 20 ym 
realisiert sind, in deren Nahe bzw. oberbalb derer weitere 
Leiterbahnen oder Entaprechendes angeordnet slnd, einander 
gegentibergestellt . 

35 

Das blsberige verf ahren weist am Beispiel der Herstellung ei- 
ner Leiterplatte folgende Verfahrens schritte auf; 
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1. Bohren cier D\:irchgang3bohrungen fur die Durchkontalctierun- 
gen; 

2. Herstellen der Durchkon-taktierungen ; 

5 3. Fiillen der Bohrungen der Durchkontaktierungen mit einer 
atzbestandigen Plugging-Paste (» ein Spezialmittel) ; 
4. BiSrsten der Oberf lactien, damlt es tnSglich wird, nachfol- 
gend auf planen und sauberen FlSchen das Atzbild (Leiter- 
bannenbild) zu erzeugen; 
10 5. Atzen der LeiterplattOr worunter alle Maanahmen zu ver- 
stehen aind, die notwendig sind, dass ein fertigea Lei- 
terbahnenbild erzeugt 1st; 
6. Lackieren der OberflSchen mit einem Stopplack, so dass 
eine erste Lackscbicbt aurgetoracht ist, die wenigstens 
15 gerxngfugig die elektrisch leitenden Flachen und Flaclien- 

teile (Leiterbahnen) bedeckt und auch die Oberflaclien der 
Durchkontaktierungen und weiter die ZwischenrSume zwi- 
schen den elektrisch leitenden FlSchenteilen wenigstens 
zum Teil verftillt; 
20 7. Aufbringen des eigentlichen Isolierlacks (ISO-Lack), so 

dass insgesarat erstens wieder eine plane Oberfiache gege- 
ben ist und zweitens eine sichere Isolierung in bezug auf 
die darunter angeordneten elektrisch leitenden Flachen 
und Flachenteile besteht, weshalb es dann maglich ist, 
25 dass auf diesen OberflMchen weitere elektrisch leitend© 

Flachen und FlSchenteile vorsehbar sind mit Ausnahme o- 
berhalb der Durchkontaktierungen, weil dort letztlich 
durch das Fehlen einer Verfiallung der Durchkontaktierun- 
gen doch keine plane Oberfiache ©ntsteht* Hier IMuft je- 
30 desraal der Lack ztimindest etwas In die Durchkontaktierung 

hinein; 

8. Aufbringen von weiteren elektrisch leitenden Flachen und 
Fiachenteilen (zum Bel spiel Karbon-leiterbahnen (1)), wo- 
bei aus Grtlnden der vermeidung von Kiirzschltissen insbe- 
35 sender e an den Rctndkanten (2) der Durchgangsfaohrungen der 

Durchkontaktierungen, an denen sich nur eine besonders 
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diinne Isolierung ausblldel:, eln rela-blv groBer Abst:andl 
elngelialten vircL; 

9. Prtifen dler Iiel'berpla-tt.e, und. 

10. Verelnzeln der Leiterplatte durch. HerausfrSsen <ier Lex- 

5 terplatte aus einem Verbund von Lelterplatten, in dem ei- 

ne LeJLterplatte aus Grunden der W±ii:schaftlicli3ceit in der 
Kegel hergestellt wird. 

Demgegenuber weist das erf indungsgemafie Verfabren am Bei spiel 
10 der Herstellung einer Leiterplatte folgende Verf ahrensschrit- 
te auf : 

1 . Bohren der Durchgangsbohrungen f iir die Durcbkontaktierun- 
gen; 

15 2. Herstellen der Durchkontaktierungen; 

3. Atzen der Lelterplatter worunter alle Mafinabmen zu ver- 
steben sind, die notwendig sind/ dass ein fertiges Lei- 
terbatinenbild erzeugt ist; 

4. Fiillen der Bobrungen der Durcbkontaktierungen mil: einer 
20 standard— Plugging-Paste (« Standardmittel in Form einer 

einen Einsparef f ekt erzielenden lond den Verf abrensablauf 
vereinfacbenden kostengunstigen Lackvariantie) , wobei an 
dieser Stelle auf ein aufwendiges und -teures Burst-en der 
OberflcLcben verzicbtet: werden kann (dies ergibn zusammen 

25 mit dem weglassen des aufvrendigen und -beuren BOrstens der 

Oberfiacben vor dem Atzen, wie das beim vormaligen Ver— 
fabrensablauf ansonsten notwendig war, einen wei*teren we- 
sentlicben Einsparungsef f ekt und eine weitere Vereinfa- 
cbung des Verf abrensablauf s) ; 

30 5. Lackieren der Oberflacben mit einem Stopplack, so dass 
eine erste Lackschicbt aufgebracbt ist, die wenigstens 
geringfUgig die elektrisch leitenden F13.cben und FlSchen- 
telle (lieiterbabnen) bedeckt und aucb die ZwiscbenrMume 
zwischen den elektrisch leitenden FlSchenteilen wenigs— 

35 tens zum Teil verfiillt; 

6. Aufbringen des eigen-tlicben isolierlacks (XSO-l>ack), so 
dass insgesamt erstens wieder eine plane Oberflclcbe gege- 
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ben ist und zweltens eine sichere Isolierung in bezug auf 
die darunter angeordneten elektriscJi leitenden Flachen 
und Fiaclienteile JDesteht, weshalb es dann mOglich ist, 
das a auf die sen Oberfiaclien weitere elektrisch leitende 
5 Flachen und FlSchenteile vorsehbar slnd, und zwar aucb 

direkt oberhalb der Durchkontaktierungen; 

7. Aufbringen von weiteren Glektrisch leitenden FlSLcTien und 
FXachenteilen (zum Beispiel Karbon-Leiterbabnen O)),. wo- 
bei diese elektrisch leitenden Fiachen und Fiachenteile 

10 jetzt auch mindestens bis zu den Durchkontaktierungen und 

sogar direkt dariaber binweg gefiihrt sein kdnnen; 

8. Priifen der Leiterplatte, nnd 

9. Vereinzeln der Leiterplatte durch Heraus f xasen der Lei— 
terplatte aus eineia Verbund von Leitexplatten^ in dem ei— 

15 ne Leiterplatte aus Griinden der wirtscbaftllcbkeit in der 

Kegel bergestellt wird* 

Die Standard-Plugging— Paste, der Stopplack und der Isolier- 
lack k^^nnen jeweils identiscb sein, das bei&t aus eben einer 
20 einzigen kostengiinstigen lackvarlante bestehen. 

Das Aufbringen der Iiackscbichten kann mlttels des an sich be- 
kannten und elnfacb zu realisierenden Siebdruckverfabrens be- 
werkstelligrt werden. 

25 
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Patent anspriiche 

1. verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder ent- 
sprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktie- 

5 rung-en im Grafienbereich von 20pin realisiert sind, zumlndest 
in deren Nahe weiter Leiterbahnen oder e±ne elektrisch lei- 
tende Schicht vorgesehen sind, gekennzeichnet durch 
folgende vesentllclien Verf ahrensschrltte; 

- Bohren von im GrGfienbereich von 20 ymi liegenden Durchgangs- 
10 toohrungen fur die naclif olgende Herstellung der Durchkontak- 

tlerungen; 

- Durchkontaktieren, indem eine elektrisch leitende Gesamt— 
schicht aufgebaut wird; 

- Atzen des Leltorbahnenbildes in die elektrisch leitende Ge- 
15 samtschicht; 

- Bohrungen der Durchgange fUllen mit einem Standardmittel; 

- lackieren der Oberfiachen, auf denen Durchkontaktieanmgen 
vorhanden sind, zumindest in deren NShe spSter Leiterbahnen 
vorgesehen sind; 

20 - Isolierlack (ISO-I»ack) , welcher ein Standardmittel ist, 
aufbringen auf die OberflSchen der Leiterplatte und/oder 
des entsprechenden Konstrukts; 

- Herstellen von oberhalb der Durchkontaktierungen angeordne— 
ten Leiterbahnen; 

25 - Prufen der leiterplatte bzw. des entsprechenden Konstrukts; 

- Vereinzeln der Leiterplatte bzw- des entsprechenden Kon- 
strukts . 

2 . verfahren nach Anspruch 1,, dadurch gekennzeich- 
30 net, dass die Standardmittel in den verschiedenen Verfah- 

rensschritten jeweils identisch sind; 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Standardmittel in den verschiedenen 

35 Verf ahrensschritten jeweils kostengtlnstige Lackvarlanten 
sind. 
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4 . verf ahren nach einem der vorher±gen Ansprttche, d a d u r c Ji 
gekennze±chnet ^ dass zumindest die oberhalb der Duxcli- 
kontaJctlerungen angoordneten Leiterbahnen mit KarJaon (3) rea- 
Uslert slnd. 

5. Verf ahren nacli einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Vereinzeln der Leiterplatten 
t>zw- der entsprechenden Konstrukte durcli einen FrSsvorgang 
bewerks-telligt ist. 
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